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Abstract of DE1 961 1 237 
The multi-chip card has a card body, 
preferably made of plastic. This has recesses 
which contain chips (CH). The chips have 
metallic contacts on an upper surface. One or 
more contact surfaces (KFL), are provided on 
the card body. These surfaces (KFL) have 
several contact elements to provide an 
electrical contact with the receiving device. 
The contact elements are electrically 
connected to the contacts of the chips (CH). 
The contact elements of the contact surface 
(KFL) are preferably connected to the contact 
elements of the chips (CH) via a contact film 
(KFO) with one or more electrical conductors. 
The contact film (KFO) is preferably 
constructed as a one- or multi-layer circuit 
board and may have through contacts. One 
contact surface (KFL) may be connected to 
several chips (CH). The chips (CH) may be 
connected in parallel and only that chip which 
is responsive to the particular application may 
react to the read current of the receiving 
device. The particular chip suitable for the 
particular application may be selected by the 
user. A control device may be provided on the 
card which connects the specific chip for the 
particular application to the contact surface 
(KFL). The control device may be contained in 
a special control chip. An optical display e.g. a 
light diode, may be provided to indicate the 
selected chip. The contact film (KFO) may be 
in the form of a flexible circuit board and the 
contact elements of the contact surface may 
be parts of the contact film which are 
metallically reinforced. 
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<g) Multichipkarte 

(§7) Bekannte Chipkarten enthalten einen Kunststoff-Karten- 
kdrper, auf dem eine oder mehrere Integrierte Schaltungen 
als Chip mit Kontaktflachen aufgebracht sind. Erfindungsge- 
m£3 Bind die Kontaktflachen nicht mahr auf der Oberflacha 
dar Chips, sondem auf einar Kontaktfolie angeordnet, die 
naban dan beiiebig angeordnaten Chips zusatztich Steuer- 
einrichtungen zur Auswahl des zu aktMerandan Chips und 
Schaltkontaktfiachen fur den Benutzer enthalten kann. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft erne Multichipkarte entspre- 
chend dem Oberbegriff des Anspruchs 1. 

Sogenannte Chipkarten bestehen aus einem Karten- 
kdrper aus Kunststoff, auf dem eine im ublichen Sprach- 
gebrauch als Chip bezeichnete integrierte Schaltung 
aufgebracht ist Auf der freiliegenden Oberfiache des 
Chips sind dabei die Kontaktflachen zur elektrischen 
Verbindung mit dem aufnehmenden Gerat vorgesehen. 

Es existieren bereits Chipkarten fur unterschiedliche 
Anwendungen, z.B. die Telefonkarten fur dffentliche 
Telefonzellen, Chipkarten fur die Abrechnung der 
Krankenkassen und die "SIM-Karten" fur Mobiltelefo- 
ne, die ein sogenanntes "Subscriber Identity Module", 
also ein Teilnehmeridentifizierungsmodul, enthalten. 

Im Hinblick auf die unterschiedlichen Anwendungen 
gibt es entsprechend unterschiedliche Chipkarten, die 
jeweils einen anwendungsspezifischen Chip mit seinen 
Kontaktflachen an einer bestimmte Stelle der Karte 
enthalten. Wttnschenswert ist nun die Kombination von 
wenigstens zwei Chipkarten, um die Zahl der bendtigten 
Chipkarten zu verringern. 

Aus der PCT-Verdffentlichung WO 92/19078 ist be- 
reits eine wenigstens 2 Chips enthaltende sogenannte 
SIM-Karte fur Mobiltelefone bekannt, die in zwei un- 
terschiedlichen Positionen in die Teilnehmereinheit als 
aufnehmendes Gerat eingeschoben werden kann, wo- 
durch entweder der eine oder der andere Chip kontak- 
tiert wird. Nachteiiig bei diesem Stand der Technik ist, 
daB durch die vorgeschriebene Lage der Kontaktfla- 
chen auch die Lage der die Kontaktflachen tragenden 
Chips auf dem Kartentrager vorgegeben ist und deshalb 
auch die vorgeschriebene GrdBe und Verteilung die 
GroBe und die Oberfiache der Chips vorgibt 

Die Aufgabe der Erfindung besteht also darin, eine 
Chipkarte der eingangs erwahnten Art so weiterzubil- 
den, daB die Zahl und die GroBe der Chips nicht mehr 
den Bedingungen des Standes der Technik unterliegt. 

Die Aufgabe wird erfmdungsgemaB durch eine Multi- 
chipkarte der eingangs erwahnten Art geldst, die durch 
die im Kennzeichen des Patentanspruchs 1 beschriebe- 
nen Merkmale enthalt Bevorzugte Ausbildungen der 
erfindungsgemaBen Multichipkarte sind in den Patent- 
ansprttchen 2—10 naher beschrieben. 

Die Erfindung soli im folgenden anhand in der Zeich- 
nung dargestellter Ausfuhrungsbeispiele naher eriau- 
tert werden. 

Dabei zeigt 

Fig. 1 eine erste erfindungsgemaBe Multichipkarte 
mit mehreren Kontakt flachen, * 

Fig. 2 einen nicht maBstabsgerechten Querschnitt 
durch eine zweite Multichipkarte, 

Fig. 3 eine dritte Multichipkarte mit einer zusatzli- 
chen Steuereinrichtung und 

Fig. 4 eine vierte Multichipkarte mit einer optischen 
Anzeige des jeweils aktiven Chips. 

Die in der Fig, 1 dargestellte Multichipkarte enthalt 
auf einer Oberflachenseite des Kartenkdrpers KK zwei 
Chips CH, die auf einer Kontaktfolie KFO befestigt 
sind. An den genormten Stellen des Kartenkdrpers KK 
befinden sich auf der Kontaktfolie KFO Kontaktflachen 
KFL, die wahlweise auf der Kontaktfolie oder auf der 
Oberfiache von zusatzlichen Chips, die mit den vorhan- 
denen Chips verbunden sind, aufgebracht sind. Die Kon- 
taktfolien KFO enthalten Leiterbahnen, die die Kontak- 
te der Chips mit den freiliegenden oder zumindest teil- 
weise freiliegenden Kontaktflachen verbinden. Dadurch 
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kann die Chipflache kleiner sein als die Kontaktflache 
und die Chips kdnnen an beliebiger Stelle der Multichip- 
karte untergebracht sein. Zusatzlich zu der dargestell- 
ten Oberflachenseite kann auch die in der Zeichnung 
5 nicht dargestellte Oberflachenseite Chips und Kontakt- 
folien mit Kontaktflachen tragen. 

Ein Querschnitt durch eine Multichipkarte, die auf 
beiden Seiten Kontaktflachen und Chips aufweist, ist in 
der Fig. 2 nicht maBstabsgerecht dargestellt Dabei sind 

to auf dem Kartenkdrper KK auf beiden Oberflachensei- 
ten Kontaktflachen KFL angeordnet, die ttber Kontakt- 
folien KFO mit den Kontakten der Chips CH verbunden 
sind. Die Kontaktflachen KFL bestehen aus Teilen der 
Kontaktfolie, die durch eine zusatzliche Metallisierung, 

is beispielsweise durch Metallbedampfung verstarkt sind. 
Die Kontaktfolie kann dabei die gesamte Oberfiache 
des Kartenkdrpers KK oder wenigstens einen Teil be- 
decken. Die Kontaktfolie kann auch durch Druck ver- 
starkt sein und die Chips tragen, die dann nicht mehr mit 

20 dem Kartenkdrper KK verbunden sind, so daB sich eine 
erhdhte Flexibilitat der Multichipkarte ergibt Bei be- 
sonders komplizierten Chips mit einer Vielzahl von 
Kontakten kann es zweckmaBig sein, die Kontaktfolie 
KFO mehrschichtig nach Art einer Leiterplatte auszu- 

25 bilden, die an geeigneter Stelle mit Durchkontaktierun- 
gen versehen ist und als Folienleiterplatte auf den Kar- 
tenkdrper KK beispielsweise durch Kleben aufgebracht 
ist Im Kartenkdrper KK wurden vor dem Aufbringen 
entsprechende Aussparungen fur die Chips CH erzeugt. 

30 In den Fig. 3 und 4 dargestellte Weiterbildungen der 
Erfindung gehen von der Oberlegung aus, daB sich auf 
der erfindungsgemaBen Multichipkarte mehrere Chips 
befinden, die ttber die Kontaktfolie KFO mit nur einer 
Kontaktflache KFL verbunden sind, also elektrisch zu- 

35 mindest teilweise parallelgeschaltet sind Eine Mdglich- 
keit hierzu bietet sich durch Verwendung von Adressen 
an, die fur die einzelnen Chips unterschiedlich sind. Auf 
die Lesestrdme des die Chipkarte aufnehmenden Gera- 
tes reagiert dann nur derjenige Chip, der durch die Iden- 

40 tifizierung seiner Adresse angesprochen wurde. 

Im Hinblick auf die Verwendung von Standardchips 
ist eine in der Fig. 3 dargestellte Variante der erfin- 
dungsgemaBen Multichipkarte vorteilhaft, bei der zu- 
satzlich zu den auf der Kontaktfolie KFO angeordneten 

45 Chips CH und der Kontaktflache KFL eine Steuerein- 
richtung CO auf dem Kartenkdrper KK vorgesehen ist. 
Die Verbindung von der Kontaktflache KFL zu den 
Chips CH erfolgt dann nicht mehr direkt, sondern fur 
Steuerleitungen oder far mit Signaleingangen verbun- 

50 dene Leitungen uber eine zwischengeschaltete Steuer- 
einrichtung CO. Die Adressenidentifizierung befindet 
sich dabei in der Steuereinrichtung CO, wobei die Wahl 
des jeweils zu aktivierenden Chips vom aufnehmenden 
Gerat oder vom Benutzer ttber zusatzliche Kontakte 

55 erfolgen kann. 

In der Fig. 4 sind auf dem Kartenkdrper neben der 
Kontaktflache KFL, der Steuereinrichtung CO, der 
Kontaktfolie KFO und den Chips CH zusatzlich eine 
Batterie BAT beispielsweise in Form einer Flachbatte- 

60 rie oder einer Folienbatterie, Schaltkontakte SK und 
optische Anzeigen IN aufgebracht Den einzelnen Chips 
CH ist dabei jeweils eine Schaltkontaktfiache SK zuge- 
ordnet, durch die der Benutzer durch Druck oder elek- 
trischen Kontakt den zu aktivierenden Chip und damit 

65 die jeweilige Anwendung auswahlt Die Anzeige IN, 
beispielsweise eine Leuchtdiode, signalisiert dann die 
jeweils aktivierte Schaltkontaktfiache und damit letzt- 
lich den aktivierten Chip, der ttber die Steuereinrichtung 
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CO mit der Kontaktflache KFL verbunden wird. Eine . 

derartige auf einer Oberflachenseite der Fig. 4 darge- Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen 

stellte Anordnung kann sich auch auf der anderen Ober- 

flachenseite befinden, die Anbringung der Leuchtdioden 
erfolgt dabei in gleicher Weise wie die der Chips in 5 
Aussparungen des Kartenkdrpers KAK. Im Hinblick 
auf einen piatzsparenden Aufbau konnen die Schaltkon- 
taktfiachen zumindest teilweise transparent sein, wobei 
unter den transparenten Teilen die Leuchtdioden unter- 
gebracht sind. 10 



Patentanspriiche 

1. Multichipkarte, mit einem, vorzugsweise aus 
Kunststoff bestehenden Kartenkorper, der in Ver- 15 
tiefungen Chips enthalt, die auf einer Oberflache 
metallische Kontakte aufweisen, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB auf dem Kartenkorper eine oder 
mehrere Kontaktfiachen (KFL) vorgesehen sind, 
die mehrere Kontaktelemente aufweisen, Ober die 20 
der elektrische Kontakt mit dem aufnehmenden 
Gerat erfolgt und die mit den Kontakten der Chips 
(CH) eiektrisch verbunden sind. 

2. Multichipkarte nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Verbindung der Kontaktele- 25 
mente der Kontaktfiachen (KFL) mit den Kontak- 
ten der Chips (CH) fiber eine mehrere elektrische 
Leiter enthaltende Kontaktfolie (KFO) erfolgt 

3. Multichipkarte nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Kontaktfolie (KFO) nach der 30 
Art einer ein- oder mehrlagigen Leiterplatte aufge- 
baut ist und Durchkontaktierungen enthalten kann. 

4. Multichipkarte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB eine einzelne Kontaktflache 
(KFL) mit mehreren Chips (CH) verbunden ist 35 

5. Multichipkarte nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Chips (CH) weitgehend pa- 
rallelgeschaltet sind und nur derjenige Chip (CH) 
auf Lesestrdme des aufnehmenden Gerates rea- 
giert, der von der jeweiligen Anwendung angespro- 40 
chen ist 

6. Multichipkarte nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der jeweilige anwendungsspezi- 
fische Chip (CH) vom Benutzer auswahlbar ist 

7. Multichipkarte nach Anspruch 4, dadurch ge- 45 
kennzeichnet, daB zusatzlich eine Steuereinrich- 
tung (CO) auf dem Kartenkorper vorgesehen ist, 
die den fur die aktuelle Anwendung spezifischen 
Chip (CH) mit der Kontaktflache (KFL) verbindet 

8. Multichipkarte nach Anspruch 7, dadurch ge- 50 
kennzeichnet, daB die Steuereinrichtung (CO) in ei- 
nem speziellen Steuerungschip enthalten ist, der je 
nach aktivierter Anwendung einen der anwen- 
dungsspezifischen Chips (CH) mit der Kontaktfla- 
che (KFL) verbindet 55 

9. Multichipkarte nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeich- 
net, daB eine optische Anzeige (IN), vorzugsweise 
in Form einer Leuchtdiode, zur Markierung des 
jeweiis aktivierten anwendungsspezifischen Chips 60 
(CH) vorgesehen ist 

10. Multichipkarte nach AnsprOchen 1, 2 oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Kontaktfolie 
(KFO) nach Art einer flexiblen Leiterplatte aufge- 
baut und auf dem Kartenkorper aufgebracht ist 65 
und daB die Kontaktelemente der Kontaktflachen 
(KFL) aus Teilen der Kontaktfolie (KFO) bestehen, 
die metallisch verstarkt sind. 
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